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論 文 題 目 ムラサキイガイ付着盤の厚さ形状とはく離抵抗力との関係
ムラサキイガイ (以下,イガイと略称する)が体内で合成する接着タンパク質が,医療用接着
剤や湿潤環境下で利用できる新しい人工接着剤として注目されている.イガイは接着タンパク質
を不溶化させた足糸 (byssuS)を作り,水面下の基盤に付着する.イガイに関する生態学的な研究
や,接着タンパク質についての化学的な研究が現在盛んに行われている.機械的強度に関しても,
足糸の糸部 (bySSd thread)の引張強度に関する報告はあるが,接着に直接関わる付着盤(adheJVC
plaquc)と基盤との界面接着強度についての研究例は少ない。しかし,この接着タンパク質を工業
的に利用するためには,接着界面の強度を明確にする必要がある.
本研究では接着界面の破壊に要する負荷の大きさを,はく離試験により接着強度の 1つである
はく離抵抗力として評価したい。そこでガラス基盤に付着させた足糸の付着盤部分だけを残し,
ヘラ状のプローブを用いて基盤からはく離する方法ではく離抵抗力を測定した.これまでの問題
点として,はく離途中ではく離抵抗力が大きく変動し,はく離接着強度の大きさを一義的に決定
するのが困難であつた.付着盤は厚さ方向の寸法に部分的なばらつきが生じており,これによつ
て,はく離抵抗力が大きく変動する可能性がある。
そこで青木 (2006)が付着盤の 2次元モデルを作成し,界面の接着強度は一様で一定の破壊靭
性ではく離が進むと仮定して,付着盤の厚みとはく離抵抗力との関係を有限要素法 (FEM)でシ
ミュレー トした結果,厚さの変動に伴い見かけ上,はく離抵抗力が変動することが分かつた。そ
こで実際の付着盤の形状を沢1定した後,はく離試験を行い,はく離抵抗力の変化に厚み依存性が
現れるか調べ,以下の所見を得た。
付着盤の形状をレーザ式非接触型 3次元形状測定器で精密に浜1定し,厚さと抵抗力との関係
を調べた結果,抵抗力の変動は厚みの変動によく対応することが分かつた。
2.厚さの均一な外周部分を試料に用いると,個体や生成する付着盤に関わらず,ほぼ一定の抵
抗力がえられ,平均値を用いて接着強度の評価が可能となることが分かつた。
実際の付着盤をはく離した場合にもはく離シミュレーションとほぼ同様の傾向となり,接着
界面は一定の破壊強度となっているものと考えられる.
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